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B-modes

E-modes



330 bolometri



Vbias  
(uV)

G 
( 10-11 
W/K)

NEP  
10-17 W/
Hz0.5

0.5 5 2.6
1.0 10 3.8
1.5 20 5.3
2.0 28 6.3

Autoscillazione 
SQUID

Feedback/out 
coup.
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Tuning the thermal time constant 
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Parameters for 
Gold

Expct/meas. 
factor

Effect on 
heat 

capacity
RRR 1.5 1.5
3% Match. 
Fact.

1.8 1.8
G factor 2 -
Expctd Tau 
fact.

5

Paramet
er for Bi 

over 
Gold

Expctd/meas. 
factor

Effect on 
heat 
capacity

Resistivit
y Ratio

50(expec.) 
-70(meas.)

3,4(expec.)-
2,4(meas.)

Specific 
heat 

1/170
G fact. 2
Expectd. 
Tau fact

5(meas.)-  
7(expec.)
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BOLOMETER PROCESS FLOW
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Qualification 
•Fab. Processes 

(Impr. Cleanliness) 
•Mechanical 
•Tc:350 ➜ 500mK 
•L.T. DC test 
•Cavity Int. (Pisa)    EM & MW 

•EM Simulation 
•Horn-Cavity 
•Room T. Beam 
Measurement  

•L.T.Microwave 
Test

Genova

Roma1

     FDM & DAQ 

•Integration in 
FDM 

•L.T. FDM test 
with source 

•Cavity Int. (Pisa) 

Pisa

Design 
Review
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Fabrication Plan
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Qualification of Bolometer Fab Process (1)
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Qualification of Bolometer Fab Process (2)
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Room Temperature Beam Characterisation  
in multi-mode regime

First promising measurements

Slide CSN2 Set.14 
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• In modi ad alta molteplicità il campo E ha configurazioni che 
cambiano sulla scala del mm, equivalente  alla dimensione di 4-5 
elementi della griglia. 

• Il bolometro risponde uniformemente anche con dissipazioni di 
potenza cosi localizzate? 

• Necessario un test indipendente. 
• Scanning dello SW con fascio laser di dimensioni di pochi mm di 

diametro.
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Stirling
cooler

Detector Uniformity Test
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Detector Uniformity Test

• Test with 1 mm diameter spot 
• Power  3-5 uW in the spot 
• Temperature: 300 K and later 140 K 
• Pressure  5x10-6 mbar 
• Alignement approximate
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Beam v
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0.3 K-Pisa 220K-Pisa/Ferrara

0.3/220K 
Genova/Pisa

Full readout
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Conclusioni LSPE Genova
• Bolometri rispondono ai requirement di NEP< photon noise—-> (NEP  q.che 

10-7) 

• Risolto il “mistero” del beam: limiti del test seut-up di Roma1 (effetti delle 
finestre e diametro delle stesse). 

• Auspicabile un aggiustamento della costante tempo (in corso). 

• Processo di produzione già verificato con prove su batch di 16 

• SQUID chip: wafer da VTT con chip non testati in corso di qualifica ( 20 x 
esperimento + altri per test) 

• Elettronica per SQUID in fase finale di test 

• Obiettivo: finire fabbricazione, inegrare e completare completare l’apparato.
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LSPE-SWIPE/STRIP: PISA
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LSPE-SWIPE/STRIP: ROMA1
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LSPE-SWIPE/STRIP: ROMA1
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LSPE-SWIPE/STRIP: MILANO
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LSPE-SWIPE/STRIP: MILANO
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Anagrafica e Richieste alla Sezione
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Ric. %

Gatti F. 60

Biasotti M. 60

Boragno C. 60

Buatier F. 50

Fontanelli F. 30

Giovannini M. 30

Grosso D. 20

Siri B. 100

Ferrari B. L. 80

Totale 490

Servizio MU

Progettazione 4

Meccanica 3

Elettronica 1

Coll. 
Tecnici

MU

Luigi 
Parodi

8 Criogenia-vuoto

Fabio 
Siccardi

5 Elettronica

Adriano 
Bevilacqu
a

5 Litografia/CR/
apparati film 

sottili


